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Steckverbinder sind elektrisch-mechanische Garanten
der Konnektivitét von Leiterplatten sowie Systemkom-
ponenten und gewinnen unter dem Einfluss der Auto-
mobilelektronik besondere Aktualitit. Interessant da-
bei ist der Verlauf der spezifischen Weiterentwicklung
und das Marktgeschehen mit laufenden Innovationen
und Anpassungen an die Anforderungsprofile.

Ein Hersteller fertigt Leiterplatten auf textilen
Oberflachen bis hin zu komplexen Boards
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Titelbild

Lotdrahte gibt es viele am Markt. Die Serie der TRILENCE-
Lotdrahte wurde deshalb speziell fiir anspruchsvolle
Lotaufgaben im Bereich des maschinellen Litens entwickelt.

Diese drei Schwerpunkte zeichnen den TRILENCE 3500 aus.
e stark verringertes Spritzen

o sehrgute Benetzung

¢ ohne Halogene

Weitere Informationen unter: www.stannol.de
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